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【  特　集  】
精密切断加工技術の最前線

切断加工は，モノを分断して形状や大きさを変えるのみならず，これによってモノの個数を増やす本来の目的から

考えれば，人類古来の本質的な要求を満たす手法の代表であり，現代に照らし合わせると素材から製品を造る過程

における「始めの一歩」として位置づけられるであろう．とくに近年では，電子用や太陽電池パネルのシリコンウエハ

の製造に代表されるように，半導体部品から光学部品等にわたる高付加価値な精密薄物部品の製造になくてはなら

ない技術として，切断加工技術の改良や新たな方式の開発が日々展開されている．

本号の特集では，多くの切断方法のうち，太陽電池セルの製造に比較的多用されている工具を利用する精密切断

技術を中心に，機械加工以外の方法による切断技術も含めて，技術開発の最前線を紹介する．

〔特集１〕　 進化するワイヤ切断加工技術
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TEL 082-252-5223　FAX 082-252-5220
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e-mail：uno@mech.okayama-u.ac.jp 
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シリコンの切断事例
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